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股票简称：中发科技               股票代码：600520           公告编号：临 2012－046 

 

铜陵中发三佳科技股份有限公司 

第五届董事会第五次会议决议公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第五次会议于 2012 年 12 月 21 日下午 16：00 时在公司办公楼

四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人。董事陈邓华先生

因故未能亲自出席本次会议，已书面授权委托给董事朱胜登先生代为出席

并行使表决权。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高

级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、

法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议： 

一、审议通过了《关于拟使用募集资金向中发(铜陵)科技有限公司增资

的议案》 

    根据股东大会的授权，公司董事会有权制定和实施本次非公开发行的

具体方案。公司将本次非公开发行募投项目之一的“半导体封装后工序模

具产业化项目”交由中发（铜陵）科技有限公司(以下简称“中发铜陵”)

实施。依据中发控股集团有限公司(以下简称“中发集团”)、上海中发电气

（集团）股份有限公司(以下简称“上海中发”)与公司 2012 年 11 月 25 日

签订的《资产置换协议》（该资产置换事宜已于 2011 年 12 月 28 日公司第

四届董事会第二十次会议审议通过并提交于 2012 年 1 月 18 日召开的公司

2012 年度第一次临时股东大会审议通过），中发集团和上海中发将其合计

持有的中发铜陵 100%的股权转让给中发科技，本次股权转让完成后，中发
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铜陵将成为中发科技全资子公司。目前股权过户变更手续正在办理中。 

中发铜陵成为中发科技全资子公司后，中发科技将以增资的方式，将

拟用于“半导体封装后工序模具产业化项目”的募集资金投入到中发铜陵。 

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 

    二、审议通过了《关于拟使用募集资金向铜陵富仕三佳机器有限公司

增资的议案》 

根据股东大会的授权，公司董事会有权制定和实施本次非公开发行的

具体方案。公司将本次非公开发行募投项目之一的“年产 390 台半导体设

备技改项目”交由铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”)实施。

富仕三佳现为中发科技控股子公司，中发科技持有富仕三佳 74%的股权，

另一股东上海腾冉实业有限公司持有富仕三佳 26%的股权。本次非公开发

行完成后，拟用于“年产 390 台半导体设备技改项目”的募集资金，中发

科技将以增资的方式投入到富仕三佳。上海腾冉实业有限公司已同意放弃

本次增资。 

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和上海

申威资产评估有限公司出具的《评估报告》，截止 2012 年 11 月 30 日，富

仕三佳的账面净资产值约为 2060 万元，净资产评估值为 2883.15 万元，鉴

于富仕三佳账面净资产值和净资产评估值均低于其注册资本（3061 万元），

中发科技将该项目拟使用募集资金全部计入富仕三佳注册资本。 

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 

    三、审议通过了《关于同意公司向浦发银行铜陵分行申请人民币肆仟

万元综合贷款授信的议案》 

    根据公司经营发展需要，同意公司向浦发银行铜陵分行申请人民币肆

仟万元综合贷款授信，期限一年，用于公司生产经营周转。公司同意由铜
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陵市三佳电子（集团）有限责任公司提供担保。本公司董事会授权公司董

事长黄言勇先生代表本公司办理上述综合贷款授信有关事宜。本董事会决

议有效期一年。 

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 

四、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 

    根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司铜陵三佳实业

有限责任公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），以现金出资，注

册资本为人民币 4000 万元，全部为公司自有资金，经营范围为：金属材料、

机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（危险品除外）、橡

塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软硬件、文化办公用品、劳保

用品批发零售，进出口业务（国家禁止的除外）等。 

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 

特此公告。 

 

 

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 

                              二○一二年十二月二十一日 


